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(57)摘要

一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂及其

制备方法，属于电子元器件领域。所述粘合剂包

括：甲基丙烯酸乙酯，丙烯酸甲酯，溶剂，增塑剂，

改性剂；所述溶剂包括二甲苯、乙醇、异丙醇三者

的混合溶剂；所述增塑剂包括邻苯二甲酸酯类和

癸二酸二丁酯中的至少一种；所述改性剂包括分

散剂、消泡剂中的至少一种。所述制备方法包括

材料制备、逐步加料、分级高转速混合搅拌等步

骤。解决了现有陶瓷流延成型技术中粘结剂的排

胶温度过高，接近于很多玻璃的软化点，造成大

量的碳残留在材料内部结构中，严重影响低温共

烧陶瓷性能的问题。本发明技术方案广泛应用于

电子陶瓷元件、高密度集成电路等产品的LTCC多

层低温共烧陶瓷成型技术领域。
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1.一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂，其特征在于，以质量份数计，所述粘合剂包

括：甲基丙烯酸乙酯18份‑40份，丙烯酸甲酯18份‑40份，溶剂40份‑70份，增塑剂6份‑18份，

改性剂1份‑6份；

所述溶剂包括二甲苯、乙醇、异丙醇三者的混合溶剂；

所述增塑剂包括邻苯二甲酸酯类和癸二酸二丁酯中的至少一种；

所述改性剂包括分散剂、消泡剂中的至少一种。

2.如权利要求1所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的制备方法，其特征在于：

丙烯酸树脂20份，其中：甲基丙烯酸乙酯10份，丙烯酸甲酯10份；

所述溶剂70份，其中：无水乙醇50份，二甲苯15份，异丙醇5份；

所述增塑剂8份，其中：邻苯二甲酸丁基苄酯4份，癸二酸二丁酯4份；

所述改性剂2份，其中：分散剂1份，消泡剂1份。

3.如权利要求1所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的制备方法，其特征在于：

丙烯酸树脂25份，其中：甲基丙烯酸乙酯15份，丙烯酸甲酯10份；

所述溶剂60份，其中：无水乙醇40份，二甲苯10份，异丙醇10份；

所述增塑剂8份，其中：邻苯二甲酸丁基苄酯4份，癸二酸二丁酯4份；

所述改性剂2份，其中：分散剂1份，消泡剂1份。

4.如权利要求1所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的制备方法，其特征在于：

丙烯酸树脂30份，其中：甲基丙烯酸乙酯15份，丙烯酸甲酯15份；

所述溶剂70份，其中：无水乙醇50份，二甲苯5份，异丙醇15份；

所述增塑剂8份，其中：邻苯二甲酸丁基苄酯4份，癸二酸二丁酯4份；

所述改性剂2份，其中：分散剂1份，消泡剂1份。

5.如权利要求1所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的制备方法，其特征在于，

包括如下步骤：

(1)称取一定质量的溶剂加入搅拌容器中，混合搅拌10分钟～15分钟，转速为200rpm～

800rpm；

(2)按配比添加增塑剂以及改性剂，继续混合搅拌10分钟～15分钟，转速为200rpm～

800rpm；

(3)控制温度在50℃～85℃之间，搅拌转速控制在500rpm～1400rpm，按配比徐徐加入

甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯；

(4)待甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯添加完毕，调整转速至1000rpm～1400rpm，将搅拌

容器密封混合搅拌；

(5)密封继续搅拌3小时～5小时后停止搅拌，待搅拌容器冷却下来即可获得LTCC电子

陶瓷粉体流延用粘合剂。

6.如权利要求5所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的制备方法，其特征在于，

具体步骤如下：

(1)材料准备：

丙烯酸树脂20份，其中：甲基丙烯酸乙酯10份，丙烯酸甲酯10份；

溶剂70份，其中：无水乙醇50份，二甲苯15份，异丙醇5份；

增塑剂8份，其中：邻苯二甲酸丁基苄酯4份，癸二酸二丁酯4份；
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改性剂2份，其中：分散剂1份，消泡剂1份；

(2)称量50份无水乙醇、5份二甲苯和5份异丙醇的混合溶剂倒入搅拌罐中，混合搅拌15

分钟，转速为600rpm；

(3)称量4份邻苯二甲酸丁基苄酯和4份癸二酸二丁酯的混合溶剂倒入步骤一的搅拌罐

中，继续混合搅拌10分钟，转速为800rpm；

(4)控制温度在55℃，搅拌转速控制在800rpm，按配比徐徐加入甲基丙烯酸乙酯和丙烯

酸甲酯；

(5)待甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯添加完毕，调整转速至1100rpm，将搅拌容器密封

混合搅拌；

(6)密封继续搅拌3小时后停止搅拌，待搅拌容器冷却下来即可获得电子陶瓷粉体流延

用粘合剂。

7.如权利要求5所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的制备方法，其特征在于，

具体步骤如下：

(1)材料准备：

丙烯酸树脂25份，其中：甲基丙烯酸乙酯15份，丙烯酸甲酯10份；

溶剂60份，其中：无水乙醇40份，二甲苯10份，异丙醇10份；

增塑剂8份，其中：邻苯二甲酸丁基苄酯4份，癸二酸二丁酯4份；

改性剂2份，其中：分散剂1份，消泡剂1份；

(2)称量27.857份二甲苯、27.857份无水乙醇、4.634份二甲苯和4.634份异丙醇的混合

溶剂倒入搅拌罐中，混合搅拌15分钟，转速为600rpm；

(3)称量4份邻苯二甲酸丁基苄酯和4份癸二酸二丁酯的混合溶剂倒入步骤一的搅拌罐

中，继续混合搅拌10分钟，转速为800rpm；

(4)控制温度在65℃，搅拌转速控制在800rpm，按配比徐徐加入甲基丙烯酸乙酯和丙烯

酸甲酯；

(5)待甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯添加完毕，调整转速至1150rpm，将搅拌容器密封

混合搅拌；

(6)密封继续搅拌4小时后停止搅拌，待搅拌容器冷却下来即可获得电子陶瓷粉体流延

用粘合剂。

8.如权利要求5所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的制备方法，其特征在于，

具体步骤如下：

(1)材料准备：

丙烯酸树脂30份，其中：甲基丙烯酸乙酯15份，丙烯酸甲酯15份；

溶剂70份，其中：无水乙醇50份，二甲苯5份，异丙醇15份；

增塑剂8份，其中：邻苯二甲酸丁基苄酯4份，癸二酸二丁酯4份；

改性剂2份，其中：分散剂1份，消泡剂1份；

(2)称量25.714份二甲苯、25.714份无水乙醇、4.286份二甲苯和4.286份异丙醇的混合

溶剂倒入搅拌罐中，混合搅拌15分钟，转速为600rpm；

(3)称量4份邻苯二甲酸丁基苄酯和4份癸二酸二丁酯的混合溶剂倒入步骤一的搅拌罐

中，继续混合搅拌10分钟，转速为800rpm；
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(4)控制温度在75℃，搅拌转速控制在800rpm，按配比徐徐加入甲基丙烯酸乙酯和丙烯

酸甲酯；

(5)待甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯添加完毕，调整转速至1200rpm，将搅拌容器密封

混合搅拌；

(6)密封继续搅拌5小时后停止搅拌，待搅拌容器冷却下来即可获得电子陶瓷粉体流延

用粘合剂。

9.如权利要求1所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的溶解性及黏度测试方

法，其特征在于，包括如下步骤：

(1)溶解性测试：将粘合剂倒入干净透明的500ML烧杯中进行目测观察，观察时间间隔

为2天一次，总共观察15次,测试结果为澄清透明无沉淀；

(2)黏度测试：使用brookfield粘度计对粘合剂进行黏度测试，转子转速为10rpm，测试

黏度在4.5以上。

10.如权利要求1所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的成膜质量及其碳残留

量测试方法，其特征在于，包括如下步骤：

(1)成膜质量测试：首先，透光观察膜片质量情况；其次，使用显微镜观察膜片质量情

况；最后，使用扫描电镜分析，测试结果为陶瓷粉体分散性好，没有出现大气孔及粉体颗粒

结团现象；

(2)碳残留量测试：首先，在小坩埚中称取质量为m的粘结剂，再分别在350℃、400℃、

430℃、450℃、480℃、500℃、550℃下进行烧结试验，烧结后去除坩埚后的质量为m’，按

进行计算，测试结果为：450℃以上时，排胶率为99.99％。
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一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于电子元器件领域，进一步来说涉及LTCC陶瓷材料领域，具体来说，涉及

低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着微电子技术、计算机、通讯技术等电子信息产业的高速发展，电子元器件的高

集成、高速度、高密度、高可靠性和小型化要求越来越高。推动低温共烧陶瓷(Low 

Temperature  Co‑fired  Ceramic，简称LTCC)材料及其技术的快速发展。多层低温共烧陶瓷

成型技术中的流延成型工艺已成为电子陶瓷元件、高密度集成电路广泛应用的工艺技术路

线。流延工艺中，通过在陶瓷粉体中加入粘合剂、溶剂等，经球磨、过滤后进行真空脱泡处

理，获得具有一定黏度范围的流延浆料。浆料在一定压力下通过刮刀与涂有有机硅的PET膜

带之间的缝隙而粘在膜带上，经过烘干后形成生坯带。众所周知，流延中成膜所用的粘合剂

质量将直接影响成膜质量，从而直接影响电子元件的产品质量。在陶瓷的流延成型中广泛

使用的粘结剂是聚乙烯醇缩丁醛，而该树脂的排胶温度大多在550℃左右，这个温度接近了

很多玻璃的软化点，对于低温共烧陶瓷来说将会导致大量的碳残留在材料内部结构中，从

而恶化性能。

[0003] 有鉴于此，特提出本发明。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是：解决现有陶瓷流延成型技术中粘结剂的排胶温度

过高，接近于很多玻璃的软化点，造成大量的碳残留在材料内部结构中，严重影响低温共烧

陶瓷性能的问题。

[0005] 本发明提供的发明构思是，以丙烯酸树脂为基体，通过选用两种不同的丙烯酸树

脂，加入二甲苯、乙醇、异丙醇三者的混合溶剂，再添加增塑剂控制树脂的可塑性、韧性以及

硬度，以及使用分散剂等改性助剂，在50～85℃水浴温度下对丙烯酸树脂搅拌溶解，从而制

成具有一定固含量及黏度的粘合剂。丙烯酸树脂体系粘合剂具有较低的排胶温度，在450℃

左右能充分排胶。

[0006] 为此，本发明提供一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂。以质量份数计，所述粘合

剂包括的组分如表1所示：

[0007] 表1粘合剂组分表

[0008]
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[0009]

[0010] 所述溶剂包括二甲苯、乙醇、异丙醇三者的混合溶剂。

[0011] 所述增塑剂包括邻苯二甲酸酯类和癸二酸二丁酯中的至少一种。

[0012] 所述改性剂包括分散剂、消泡剂中的至少一种。

[0013] 所述一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂的制备方法，包括如下步骤：

[0014] (1)称取一定质量的溶剂加入搅拌容器中，混合搅拌10分钟～15分钟，转速为

200rpm～800rpm；

[0015] (2)按配比添加增塑剂以及改性剂，继续混合搅拌10分钟～15分钟，转速为200rpm

～800rpm；

[0016] (3)控制温度在50℃～85℃之间，搅拌转速控制在500rpm～1400rpm，按配比徐徐

加入甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯；

[0017] (4)待甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯添加完毕，调整转速至1000rpm～1400rpm，将

搅拌容器密封混合搅拌；

[0018] (5)密封继续搅拌3小时～5小时后停止搅拌，待搅拌容器冷却下来即可获得LTCC

电子陶瓷粉体流延用粘合剂。

[0019] 所述的一种低温共烧陶瓷材料流延用粘合剂(LTCC电子陶瓷粉体流延用粘合剂)，

排胶温度低，适用性强，成膜质量好，能应用于不同LTCC陶瓷粉体及配方在不同膜片厚度下

的流延生产，在450℃时粘合剂组分完全能够排尽，有助于提高低温共烧陶瓷的材料性能。

[0020] 本发明技术方案广泛应用于电子陶瓷元件、高密度集成电路等产品的LTCC多层低

温共烧陶瓷成型技术领域。

附图说明

[0021] 图1为实施例1成膜质量的扫描电镜示意图。

[0022] 图2为实施例2成膜质量的扫描电镜示意图。

[0023] 图3为实施例3成膜质量的扫描电镜示意图。

具体实施方式

[0024] 本专利提供以下三个实施例，其配方见表2。

[0025] 表2粘合剂实施例配方表
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[0026]

[0027] 实施例1：

[0028] 一种粘合剂，其组分如表2所示包括甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯20份、溶剂70

份、增塑剂8份、改性剂2份。该实施例的制备方法如下：

[0029] (1)称量50份无水乙醇、5份二甲苯和5份异丙醇的混合溶剂倒入搅拌罐中，混合搅

拌15分钟，转速为600rpm；

[0030] (2)称量4份邻苯二甲酸丁基苄酯和4份癸二酸二丁酯的混合溶剂倒入步骤一的搅

拌罐中，继续混合搅拌10分钟，转速为800rpm；

[0031] (3)控制温度在55℃，搅拌转速控制在800rpm，按配比徐徐加入甲基丙烯酸和丙烯

酸甲酯；

[0032] (4)待甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯添加完毕，调整转速至1100rpm，将搅拌容器

密封混合搅拌；

[0033] (5)密封继续搅拌3小时后停止搅拌，待搅拌容器冷却下来即可获得电子陶瓷粉体

流延用粘合剂。

[0034] 实施例2：

[0035] 一种粘合剂，其组分如表2所示包括甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯25份、溶剂60

份、增塑剂8份、改性剂2份。该实施例的制备方法如下：

[0036] (1)称量27.857份二甲苯、27.857份无水乙醇、4.634份二甲苯和4.634份异丙醇的

混合溶剂倒入搅拌罐中，混合搅拌15分钟，转速为600rpm；

[0037] (2)称量4份邻苯二甲酸丁基苄酯和4份癸二酸二丁酯的混合溶剂倒入步骤一的搅

拌罐中，继续混合搅拌10分钟，转速为800rpm；

[0038] (3)控制温度在65℃，搅拌转速控制在800rpm，按配比徐徐加入甲基丙烯酸和丙烯

酸甲酯；

[0039] (4)待甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯添加完毕，调整转速至1150rpm，将搅拌容器

密封混合搅拌；

[0040] (5)密封继续搅拌4小时后停止搅拌，待搅拌容器冷却下来即可获得电子陶瓷粉体

流延用粘合剂。

[0041] 实施例3：

[0042] 一种粘合剂，其组分如表2所示包括甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯30份、溶剂70

份、增塑剂8份、改性剂2份。该实施例的制备方法如下：

[0043] (1)称量25.714份二甲苯、25.714份无水乙醇、4.286份二甲苯和4.286份异丙醇的
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混合溶剂倒入搅拌罐中，混合搅拌15分钟，转速为600rpm；

[0044] (2)称量4份邻苯二甲酸丁基苄酯和4份癸二酸二丁酯的混合溶剂倒入步骤一的搅

拌罐中，继续混合搅拌10分钟，转速为800rpm；

[0045] (3)控制温度在75℃，搅拌转速控制在800rpm，按配比徐徐加入甲基丙烯酸乙酯和

丙烯酸甲酯；

[0046] (4)待甲基丙烯酸乙酯和丙烯酸甲酯添加完毕，调整转速至1200rpm，将搅拌容器

密封混合搅拌；

[0047] (5)密封继续搅拌5小时后停止搅拌，待搅拌容器冷却下来即可获得电子陶瓷粉体

流延用粘合剂。

[0048] 本发明对实施例的粘合剂的溶解性、黏度进行测试，其测试方法如下：

[0049] 首先，将粘合剂倒入干净透明的500ML烧杯中进行目测观察，观察时间间隔为2天

一次，总共观察15次。

[0050] 其次，使用brookfield粘度计对粘合剂进行黏度测试，转子转速为10rpm。其测试

及计算结果如表3所示：

[0051] 表3粘合剂特性测试

[0052] 检测项目 实施例1 实施例2 实施例3

溶解性 澄清透明无沉淀 澄清透明无沉淀 澄清透明无沉淀

黏度(kcps) 4.5 4.7 5.1

[0053] 本发明将实施例中的粘合剂应用于低温共烧陶瓷流延成型工艺，对成膜质量及其

碳残留量进行了检测，其测试方式如下：

[0054] 对于成膜质量的检测：首先，透光观察膜片质量情况；其次，使用显微镜观察膜片

质量情况；最后，使用扫描电镜分析。

[0055] 实施例1的成膜质量扫描电镜图如图1所示，成膜质量好，没有出现大气孔及粘结

剂结团现象。

[0056] 实施例2的成膜质量扫描电镜图如图2所示，成膜质量好，可以观察到致密的微观

结构。

[0057] 实施例3的成膜质量扫描电镜图如图3所示，成膜质量好，陶瓷粉体分散性好，没有

出现大气孔及粉体颗粒结团现象。

[0058] 对于碳残留量的检测：通过烧结试验进行。首先，分别在小坩埚中称取质量为m的

粘结剂，分别在350℃、400℃、430℃、450℃、480℃、500℃、550℃进行烧结试验，烧结后去除

坩埚后的质量为m’。计算公式为：

[0059]

[0060] 以上实施例中的排胶率测试及计算结果如表4所示：

[0061] 表4粘合剂的排胶率测试
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[0062]

[0063] 综上所述，本发明解决了现有陶瓷流延成型技术中粘结剂的排胶温度过高，接近

于很多玻璃的软化点，造成大量的碳残留在材料内部结构中，严重影响低温共烧陶瓷性能

的问题。所述丙烯酸树脂体系粘合剂具有较低的排胶温度，在450℃左右能充分排胶，成膜

质量好，陶瓷粉体分散性好，没有出现大气孔及粉体颗粒结团现象。。

[0064] 最后应说明的是：上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，本发明包括但不

限于以上实施例，这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。对于所属领域的普通技术

人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。凡符合本发明要

求的实施方案均属于本发明的保护范围。
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图1

图2
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图3
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